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双方向・多対多伝送可能なオンチップ伝送線路配線の評価

宮下一哉1、木村実人1、伊藤浩之2、岡田健一1、益　一哉1

近年のハイエンドプロセッサ ・・・
　マルチコアプロセッサが主流に

オンチップネットワーク配線において
低レイテンシ、広帯域、低消費電力が必要

従来、１対１伝送可能なオンチップ伝送線路が
提案されている[1,3]。

伝送線路が有効であると考えられる[1-3]。

複数の回路ブロックに信号を伝送するには
多対多伝送が可能な伝送線路も必要とされる。

双方向伝送・分岐が可能なオンチップ伝送線路

送信回路(Tx)・受信回路(Rx)一体型回路を本研究グループが提案[4]

双方向伝送と分岐が可能な伝送線路配線の実測による評価を行う。
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Rxの入力インピーダンスが特性インピーダンスZ0より高い。
　→オープンドレイン増幅器として動作
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・双方向伝送と分岐が可能なオンチップ伝送線路配線を
　実測により評価した。
・提案回路は最大8Gbpsの信号伝送が可能であった。
・平均消費電力は、トランシーバ単体で1.2mW、
　配線全体で7.2mWであった。
・提案回路は、従来に比べ小さな遅延と低い消費電力を
　有していた。
・実測により、提案回路が双方向伝送と分岐が可能で
　あることを示した。
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提案する伝送線路配線の構成
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回路スペック・まとめ測定結果
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最大8Gbpsで伝送可能である。

性能を上げるために
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7.2 mW配線全体

1.2 mW

8 Gbps最大伝送速度

50 µm× 40 µm回路面積(Tx/Rx)
0.90 pJ/bitEnergy/bit

150 ps /5mm遅延時間(sim.)

Tx/Rx単体平均消費電力
(8Gbps)

1.0 V電源電圧

90nm CMOSプロセス
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